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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 21: Brasabilité

AVANT-PROPOS

de normalisation
GEl). La CEl a

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mordiale
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopalx de la

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question alisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autreg”a klie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications agcessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI")~_eukélakoration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé g ité ) rt|C|per Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, iarsy 3 , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisati e } Normallsatlon (180),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

comme telles par les Comités nationaux dé . ables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu techniq i e peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou |nterpre i 3 quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'uniformité intern , omités Wwationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure pOSS|bIe a appllquer de fagon ) F ications de la CEl dans leurs publications

a une de ses Publications.
possession de la derniére édition de cette publication.

a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
jers et les membres de ses comités d'études et des Comités

La Norme internationale CEl 60749-21 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme annule et remplace la IEC/PAS 62173 publiée en 2000. Cette premiére édition
constitue une révision technique.

Cette partie de la série CEl 60749 termine la révision complete de la CEI 60749 (1996).
Cette version bilingue, publiée en 2005-10, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1741/FDIS et 47/1749/RVD.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 21: Solderability

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stndard|t|on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeg to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electf\
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Sta
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (R 3
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a E i njtte®/interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work b 1
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also part|0|pate in th
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg as early as possible, an lnternatlonal
consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

the latter.

5) IEC provides no marki
equipment declared to

6) All users should@ ,
7) No liability shall atdcprt

International Standard IEC 60749-21 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62173 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

This part of the IEC 60749 series completes the full revision of IEC 60749 (1996).

This bilingual version, published in 2005-10, corresponds to the English version.
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Le rapport de vote 47/1749/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CElI 60749 comprend les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a
semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques:

Partie 1:  Généralités

Partie 2: Basse pression atmosphérique
Partie 3: Examen visuel externe

Partie 4:  Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur
Partie 5:  Essai continu de durée de vie sous température et humid
Partie 6: Stockage a haute température

Partie 7:  Mesure de la teneur en humidité interne et anal
Partie 8: Etanchéité

Partie 9: Permanence du marquage
Partie 10: Chocs mécaniques

Partie 11: Variations rapides de tempé
Partie 12: i
Partie 13 :
Partie 14:
Partie 15:
Partie 16:
Partie 17:
Partie 18:
Partie 19:
Partie 20:

Partie 21:
Partie 22:
Partie 23
Partie 24
Partie 25:
Partie 26:

Essai™~de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) - Modéle du corps
humain (HBM)

Partie 27: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) - Modéle de machine
(MM)

Partie 28: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de dispositif
chargé (CDM) 1
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1741/FDIS 47/1749/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directive

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title devices —

Mechanical and climatic test methods:

Part 1: General
Part 2: Low air pressure
Part 3: External visual inspection

Part 4:
Part 5:
Part 6:
Part 7:
Part 8:
Part 9:
Part 10:
Part 11:
Part 12:
Part 13:
Part 14:
Part 15:
Part 16:
Part 17:
Part 18:
Part 19:

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and
soldering heat

Part 21: Solderability
Part 22: Bond strength
Part 23: High temperature operating life

Die shear strength

Part 24: Accelerated moisture resistance — Unbiased HAST

Part 25: Temperature cycling

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)
Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Machine model (MM)

Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1
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Partie 29: Essai de verrouillage

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage en surface non hermétiques
avant les essais de fiabilité

Partie 31: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause interne
d'inflammation)

Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Résistance a I'hnumidité accélérée - autoclave sans polarisation

Partie 34: Cycles en puissance

Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques a boitier plastique 2
Partie 36: Accélération constante

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://we

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

S5
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Part 29: Latch-up test
Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing
Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)

Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

Part 33: Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Part 34: Power cycling

Part 35: Acoustic microscopy for plastic encapsulated electronic components 2

Part 36: Acceleration, steady state

The committee has decided that the contents of this publication will remain

the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http:
the data related to the specific publication. At this date, the publication

nchanged until
Qre.iec.ch" in

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

S5
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 21: Brasabilité

1 Domaine d’application

L'objet de cette méthode d’essai est de fournir un moyen pour déterminerla_brasabilité des
sorties des boitiers de dispositifs qui sont destinées a étre fixées sur upe autte surface en
utilisant de la brasure étain-plomb ou sans-plomb pour réaliser cette fixation

conditions optionnelles pour le vieiIIissement.

Cet essai est considéré comme destructif sa
applicable.

NOTE 1 Cette méthode d’essai est en accord
s’applique compte tenu des exigences spécifique

la brasure a latempexature speC|f|ee at5°C.

2.2 Dispositif d'immersion

Un dispositif mécanique d’immersion capable de contréler les rythmes d’immersion et
émersion des sorties et d’offrir un temps de maintien (durée d’immersion totale a la
profondeur exigée) dans le bain de brasage comme spécifié doit étre utilisé.

2.3 Equipement optique

Un microscope optique capable d’offrir un contrdle avec grossissement de 10x a 20x doit étre
utilisé.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 21: Solderability

1 Scope

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for determining the solderability of
device package terminations that are intended to be joined to another surface using tin-lead
(SnPb) or lead-free (Pb-free) solder for the attachment.

NOTE 1 This test method is in general accord with |
conductors, the following text is applied.

2 Test apparatus
This test method requi

2.1 Solder bath

such that it c3 N a g of solder. The apparatus shall be capable of maintaining
the solder aKthe speci e ature within 5 °C.

the terminations and/providing a dwell time (time of total immersion to the required depth) in
the solder bath as specified shall be used.

2.3 Optical equipment

An optical microscope capable of providing magnification inspection from 10x to 20x shall be
used.
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